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                背景与需求11
COB组装是LHC上CMS、ALICE等实验装置组装的必要步骤

提供数据传输，控制和为芯片提供电压



                背景与需求11
要提高低能X射线的量子效率和ɑ粒子的能量分辨。厚达10um
以上（电路的金属布线层和二氧化硅）的正面入射窗而背面入
射窗在Sensor全耗尽时仅为1um左右，主要为离子注入层和
金属铝电极。就必须采用背面入射方式（ＣＯＢ）。

实现多芯片拼接的大面积探测器模块



                子板PCB设计22
SOI芯片PCB库的设计
－电源线和地线的焊盘分别合并省了空间
－利于键合
化学镍钯金电镀层
厚度与平整性
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                SOI芯片粘接33

环氧树脂AB胶
  －导电（加Ag）
真空泵

手工操作
－芯片高度差别
－固定 校订



                引线键合参数优化44
优化参数
－超声波功率
－超声波时间
－键合力
－线弧类型
优化方式
－观察焊盘形变
－查阅文献反复实践



                引线键合参数优化44



             质量评估与性能测试55

XXXX年 XXXX年

显微镜目测检查
－断线，剥离、短路和缺线
与标准陶瓷封装对比性能
－平均漏电流积分电压（Pedestal）随Sensor偏置电压的变化

－系统噪声随着偏置电压的变化

  像素阵列的漏电流积分电压（Pedestal）分布图        像素阵列的噪声分布图



               质量评估性能测试55

XXXX年 XXXX年

    平均漏电流积分电压（Pedestal）
          与偏置电压的关系

系统噪声随着偏置电压的关系



             质量评估性能测试55

       平均漏电流积分电压
（Pedestal_Mean）与积分时间的关系 

系统噪声与积分时间的关系



            总结

优化的引线键合参数可为之后的键合工作提供技术保证

对实验室小规模COB组装的提供了借鉴价值


